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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７４９７《微处理器系统总线　８位及１６位数据（ＭＵＬＴＩＢＵＳⅠ）》分为以下三个部分：

———第１部分：电气与定时规范的功能描述；

———第２部分：对带有边缘连接器（直接配合）的系统总线配置的机械与引脚的描述；

———第３部分：对带有插针与插座连接器（间接配合）的欧洲板配置的机械与插针的描述。

本部分是ＧＢ／Ｔ７４９７的第２部分，等同采用ＩＥＣ６０７９６２：１９９０《微处理器系统总线　８位及１６位

数据（ＭＵＬＴＩＢＵＳⅠ）　第２部分：对带有边缘连接器（直接配合）的系统总线配置的机械与引脚的描

述》。

本部分还对ＩＥＣ６０７９６２：１９９０做了下列编辑性修改：

———删去了ＩＥＣ６０７９１２的“前言”；

———增加了国家标准前言。

本部分代替ＧＢ／Ｔ７４９７．２—１９８７《微处理机系统总线Ⅰ　８位及１６位数据　第二部分：采用边缘

连接器（直接配合）作为系统总线配置的机械及插针的说明》。

本部分对ＧＢ／Ｔ７４９７．２—１９８７做了下列主要修改：

———名称由《微处理机系统总线Ⅰ　８位及１６位数据　第二部分：采用边缘连接器（直接配合）作

为系统总线配置的机械及插针的说明》改为《微处理器系统总线　８位及１６位数据（ＭＵＬＴＩ

ＢＵＳⅠ）　第２部分：对带有边缘连接器（直接配合）的系统总线配置的机械与引脚的描述》；

———文本的文字改动。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：中国电子工业部标准化研究所。

本部分主要起草人：高健、匡常山、魏述艳、张贻南。

本部分首次发布于１９８７年，本次为第一次修订。
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引　　言

　　ＧＢ／Ｔ７４９７包括三个部分：一份功能描述及两个可供选用的机械标准。本标准涉及让各种微处理

器系统部件彼此交互作用的电气与机械接口。接口总线用作紧耦合系统部件之间的并行传送和适用信

号的互连。
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微处理器系统总线

８位及１６位数据（犕犝犔犜犐犅犝犛Ⅰ）

第２部分：对带有边缘连接器（直接配合）

的系统总线配置的机械与引脚的描述

１　范围

ＧＢ／Ｔ７４９７的本部分适用于借助边缘连接器（直接配合）类型的底板来连接微处理器系统各部件

的接口。

２　目的

ＧＢ／Ｔ７４９７的本部分旨在描述设计者在设计底板或准备插入本系统总线接口的印制电路板时应

予关心的物理上的与机械上的全部规范。所有尺寸均以毫米标注，括号内附注的英寸数字仅供参考（以

毫米数字为准）。

３　底板的设计依据

连接各模块的底板，最大长度为４５７．２ｍｍ（１８ｉｎ）。在系统内使用底板扩展板总线不予支持，除非

将扩展板包括在内的总线总长小于最大长度４５７．２ｍｍ。

３．１　板间关系

当设计板间距为１５．３ｍｍ（０．６ｉｎ）的兼容电路板时，应遵循以下印制电路板规范：

ａ）　板的间距（犔Ｃ）

当插入底板时，电路板的中心距应至少为１５．２４ｍｍ±０．５１ｍｍ（０．６ｉｎ±０．０２ｉｎ）。

ｂ）　板的厚度（犔Ｔ）

电路板的典型厚度是１．５７５ｍｍ±０．１２７ｍｍ（０．０６２ｉｎ±０．００５ｉｎ）。

ｃ）　元器件引线长度（犔Ｌ）

印制电路板之下的元器件引线不能超过２．３６２ｍｍ（０．０９３ｉｎ）。

ｄ）　元器件高度（犔Ｈ）：在印制电路板之上的元器件的最大高度，利用以下公式确定。

犔Ｈ＜犔Ｃ－犔Ｔ－犔Ｌ

犔Ｈ＜１４．７３２ｍｍ－１．７０２ｍｍ－２．３６２ｍｍ（０．５８ｉｎ－０．０６７ｉｎ－０．０９３ｉｎ）

犔Ｈ＜１０．６７ｍｍ（０．４２０ｉｎ）（包括板的翘曲量）。

对导电的元器件，要求将其犔Ｈ 减少到１０．１６ｍｍ（０．４０ｉｎ）。

底板插件之间的分隔如图１所示。

典型底板和实现此种底板所必要的元器件的例子如图２所示。

本部分只包括设计系统总线接口的机械性能规范，设计者还应考虑ＧＢ／Ｔ７４９７．１—２００８第３章中

的电气性能规范。
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